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Laborversuchsanlage

Magnetron-PECVD mit beheiztem Substrat

Oberflachenbearbeitung und -beschichtung
konnen Kunststofffolien sowie anderen
flexiblen und starren Substraten besonders
wertvolle Eigenschaften verleihen. Durch diese
Veredlung sind die Materialien fir eine Vielzahl
von modernen und innovativen Produkten
einsetzbar.

Das Fraunhofer FEP verflgt Uber zahlrei-
che Anlagen im PilotmaBstab, die eine
Aufskalierung von Prozessen erlauben.
Vorher finden Machbarkeitsstudien und

Technologieentwicklungen in kleinem MaBstab
auf unseren Versuchsanlagen statt.

Das Besondere an der Versuchsanlage nanoFlex
ist die Méglichkeit, wichtige Vakuum-Prozes-
stechnologien in einem kleinen MaBstab zu
kombinieren. So verfligt die Anlage Uber ein
Dual-Magnetron-System, Abschattungsmog-
lichkeiten flr Targetmaterialien und einen
Graphit-Heizer. Mit diesem System kénnen
Metalle und Dielektrika auf Substrate gesput-
tert werden oder (plasma-aktivierte) chemische
Gasphasenabscheidungen von z.B. Graphen bei
Temperaturen von bis zu 950 °C durchgeflhrt
werden. Als Substratmaterialien eignen sich
sowohl Glas als auch Silizium-Wafer, Kunst-
stoff- oder Metallfolien, Metallbleche

und Keramikplatten.

In der Anlage kann somit die Kompatibilitat von
neuen Schichten auf unterschiedlichen Substraten
getestet, sowie die Qualitat neuer Sputter-
targets oder anderer Prozesskomponenten (z.B.
mittels Plasmadiagnostik) untersucht werden.

nanoFlex mit Gasflussregelung
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Technische Daten

Basisvakuum 10 Pa
Substratheizung 20 ...950 °C
SubstratgroBe bis 60 x 60 mm?

= Dual-Magnetronsystem mit Rundtargets @ 90 mm
Beschichtungsmodule = lonenquelle
= Mikrowellenquelle

In-situ Charakterisierung Plasmaemissionsspektroskopie
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Technologien

Puls-Magnetron-Sputtern

= Dual-Magnetron-System

= Stromversorgung fur gepulste DC

= Metallische und reaktive Prozessfiihrung

Magnetron-PECVD

= Monomereinlass fir Gase

= Dual-Magnetron-System als Plasmaquelle
®m Heizer als CVD-Quelle

Plasmabehandlung von Oberflachen

Unser Angebot

®  Machbarkeitsstudien

®  Prozessentwicklung

m Test von Beschichtungsquellen und
Materialien
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